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0.1 Alcance Esta adenda presenta los requisitos a considerar ademas de y, en algunos casos, en lugar de los publicados en
el estandar J-STD-001G a fin de asegurar la fiabilidad de las conexiones soldadas de ensambles eléctricos y electronicos que
estaran sometidos a vibraciones y ciclos térmicos en aplicaciones militares y aeroespaciales.

0.1.1 Propésito Siempre que lo requieran la documentacion o dibujos del contrato, se sustituiran o suplementaran los
requisitos indicados especificamente en el estandar J-STD-001G por lo indicado en esta adenda.

0.1.2 Precedencia El contrato tiene precedencia sobre esta adenda, estandares de referencia y dibujos aprobados por

el usuario. En el caso de que hubiera un conflicto entre esta adenda y los documentos aplicables aqui citados, la presente
adenda tiene la precedencia. En el caso de que los criterios mencionados en esta adenda difieran de los publicados en el
estandar J-STD-001G, los de esta adenda tienen precedencia. En el caso de que hubiera un conflicto entre los requisitos
de esta adenda y los dibujos o documentacion del ensamble en cuestion, son los dibujos o documentacion del ensamble
aprobados por el usuario los que tienen la precedencia. Véanse tabla 1 de esta adenda clausula 1.7 Orden de prioridad y
clausula 1.7.1 Conflicto.

0.1.3 Disefios existentes o aprobados previamente Esta adenda no debe ser la tinica causa por la que se decida redisefiar
disefios aprobados anteriormente. Cuando se sometan los dibujos de disefios existentes o aprobados anteriormente a una
revision, deberian examinarse y modificarse oportunamente para que cumplan los requisitos de la presente adenda.

0.1.4 Uso Esta adenda no ha de utilizarse como si fuese un documento independiente.

Si los criterios no estan complementados, deben considerarse los requisitos de clase 3 del estandar J-STD-001G. Los
criterios del estandar J-STD-001G que han sido complementados por esta adenda o que se han afladido mediante esta
adenda pueden identificarse por medio de su clausula en la tabla 1 del documento J-STD-001GS, titulada Requisitos para
aplicaciones militares y aeroespaciales, y en tales casos habra que reemplazar toda la clausula del estandar J-STD-001G por
lo indicado en esta adenda, salvo si se ha especificado lo contrario.

Las clausulas modificadas por esta adenda no incluyen clausulas subordinadas a menos que se indiquen expresamente (por
ejemplo, 1.4 no incluye 1.4.1). Las clausulas, tablas, figuras, etc., del documento J-STD-001G que no estén enumeradas en
la presente adenda deberan utilizarse tal como estan publicadas.

0.1.5 Estaiio sin plomo A efectos del presente documento, estafio sin plomo significa estaiio puro o cualquier aleacion de
estafio que contiene menos del 3% en peso de plomo (Pb) como constituyente de la aleacion.

El uso de aleaciones sin plomo o de estafio sin plomo en la soldadura de ensambles, o en la superficie externa (metalizacion,
electrodeposicion, etc.) de componentes, subensambles, encapsulados, accesorios mecanicos debe estar prohibido a no ser
que esté documentado y controlado mediante un Plan de control para electrénica sin plomo (LFCP) que haya sido aprobado
por el usuario.

La aleacion de soldadura Sn96.3Ag3.7 estd exenta de este requisito (inclusion en un LFCP aprobado por el usuario). Véase la
tabla 1 de esta adenda, clausula 3.2.

0.1.6 Plaga Roja (corrosion de 6xido de cobre (l) / cuproso) La plaga roja puede desarrollarse en conductores de cobre
suave o recocido plateados (terminales de componente, cables unifilares y de trenza multiple, conductores de PCB) cuando se
forma una celda galvanica entre la base metalica de cobre y la capa de plata en presencia de humedad (H,O) y oxigeno (O,).
Una vez iniciada, la corrosion sacrificial de la base conductora de cobre puede continuar indefinidamente en presencia de
oxigeno. El color del subproducto de la corrosion (cristales de 6xido cuproso) puede variar en funcion de los niveles de
oxigeno disponibles, pero se reconoce generalmente por una decoloracion rojiza o marrdn rojiza sobre la superficie de

la capa de plata.

El uso de recubrimientos de plata sobre cualquier forma de cobre (p. €j., terminales de componente, rastros de PCB, cables/
hilos) debe ir acompaiiado de la implementacion de un Plan de control de plaga roja (RPCP) aprobado por el usuario. Véase
I[PC-WP-113, Guia para el desarrollo e implementacion de un plan de control de plaga roja (RPCP), para informacion técnica
y un esquema genérico del RPCP.

0.1.7 Rastreabilidad de materiales y del proceso Cuando sea necesario aplicarla en la fabricacion de dispositivos eléctricos
o electronicos, la rastreabilidad de los materiales y procesos debera realizarse en conformidad con el estandar IPC-1782
sobre Rastreabilidad en la fabricacion y cadena de suministro de productos electronicos. El nivel de rastreabilidad debe
establecerse de comun acuerdo entre fabricante y usuario.






